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LE PHENOMENE
MULTIPACTOR

Risque de décharge
électronique liée aux fortes
densités de puissance RF.

Marges ECSS drastiques.

Risques accrus avec
miniaturisation et
composants RF complexes
(géométries, matériaux,
composites, ..)
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Analyses multi-physiques International,  européen et Historique de plus de 30 ans au Coopération étroite ESA- Problématiques et axes
complexes. francais. CNES. CNES sur les effets de d’activités.
Investissements lourds pour Référent mondial sur la Reconnaissances puissance RF. Développement d’outils
des nouveaux entrants: modélisation fine du Internationales fortes. FdR technique CNES numeériques complexes (haut
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y P o Compétitivité de I'écosysteme dynamique et grandissante |rop ' L’élaboration de méthodes de
Besoin d’expertises, CNES. spatial francais. sous I'impulsion du CNES. CNES : acteur principal des mitigation ~ (traitement  de
efforts d’harmonisation et surface, technologies
normalisation . innovantes, ...).
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» Perturbation du signal

» Surchauffe

» Dommages physiques (érosion)

» Deécharges électriques (destruction) )

\_

_ontexte et enjeux
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» Limitation par le phénomene multipactor (marges de puissance imposées)
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Ecosystéme national, communauté multipactor

[N. Fil, COMET ECM, Séminaire Multipactor (2023)]
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réduction/annulation des § anti-multipactor.

marges multipactor.

Nouvelles technologies
anti-multipactor
(applications
specifiques).

Développer et améliorer
les moyens
expérimentaux de
détection du phénoméne
multipactor.

innovation anti-multipactor nécessaires

Moyens experimentaux complexes,
couteux et peu accessibles
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